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Obudowy rozdzielnic nn
Solid GSX firmy ETI

Pawet Pirdg

Firma ETI jest na kolejnym etapie projektu wdrozenia systemu obudéw do rozdzielnic elek-
trycznych. Projekt zaklada produkcje obudéw zaréwno w pierwszej, jak i drugiej klasie izola-
cji, o roznych stopniach ochrony IP. Obudowy beda wystepowaty w roznym wykonaniu: wi-
szace natynkowe, podtynkowe, stojace monoblokowe, stojace ramowe. Koncepcja przewi-
duje stworzenie petnego systemu obudéw monoblokowych do 630 A z wyjmowanym wkifadem
montazowym oraz ramowych do 4000 A.

rojekt zaktada wdrozenie dwdch
Prozwia,zaﬁ montazowych: Solid

GSX (obudowy wytacznie w pierw-
szej klasie izolacji) oraz Solid DE (obudo-
wy gtéwnie w drugiej klasie izolacji — sto-
jace, takze w klasie pierwszej). Artykut
opisuje rozwiazania systemu Solid GSX,
a w szczego6lnosci obudowy plytkie o gle-
bokosci 160 mm, natynkowe i podtynkowe
o stopniu ochrony IP43 oraz spos6b mon-
tazu wktadow w obudowach GT.

System Solid GSX

W roku 2011 firma wdrozyta do sprze-
dazy pierwszy element systemu Solid GSX
— obudowy GT o stopniu ochrony IP65
wraz z akcesoriami typu zamki, klucze,
uchwyty do mocowania na $ciang, linki
uziemiajgce drzwi, kieszef na dokumenty

| 250 mm :

Pale 1

podstawawe

150 mm

1 2 3

szeroko$§¢ obudowy =
ilog¢ kolumn x 250 mm + 50 mm
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A4. Obudowy te znajduja gtéwnie zasto-
sowanie wszedzie tam, gdzie urzadzenia
elektryczne narazone sa na niekorzystne
dziatanie czynnikow takich jak woda, pyt,
oddziatywania mechaniczne. Aktualnie
ETI jest na etapie wdrazania do produkcji
i sprzedazy obudéw ptytkich wraz z wkta-
dami montazowymi do aparatury elek-
trycznej oraz wktadami do obudéw GT.

Witasciwosci

Obudowy o gtebokosci 160 mm i stop-
niu ochrony IP43 nazwano: 4XN160 — na-
tynkowe, 4XP160 — podtynkowe komplet-
ne (ramka + kaseta), KAS160 — kaseta
podtynkowa oraz D4X — ramka z drzwia-
mi. Typoszereg wymiarowy oparty jest
o norm¢ DIN 43870. Podstawowe pole
projektowe z maskownica aparatow posia-

25 mm
H

ilo§¢ rzedow x 150 mm + 50 mm

wysokos$é obudowy

Rys. 1.

Podzial wewnetrzny

wedtug pola podstawowego
oraz wymiary zewnetrzne
obudowy natynkowej 4XN160

da szerokos¢ 250 mm, a wysokos¢
150 mm (rys. 1). W polu podstawowym
mozna zainstalowac 12 aparatéw moduto-
wych o szerokosci 18 mm. Oznaczenie ko-
dowe pola podstawowego przedstawiaja
dwie cyfry przedzielone kreska 1-1, gdzie
pierwsza cyfra oznacza szerokos¢, a druga
wysokos¢. Pozostate wielkosci maskownic
sa wielokrotno$cig pola podstawowego
(np. maskownica 2-3 — szeroko$¢ 500 mm,
wysokos¢ 450 mm). Ten sam spos6b ko-
dowania zostal przeniesiony do oznacza-
nia wielkoSci obuddéw, kaset, ramek
z drzwiami, gdzie pierwsza cyfra oznacza
liczbe rzedéw krotnosci pola podstawowe-
g0, a druga liczbe kolumn krotnosci pola
podstawowego. Na przykfad obudowa
o oznaczeniu 4XN160 2-4 (rys. 2) posiada
mozliwos¢ montazu dwéch kolumn apara-
tow z maskownic po 250 mm szerokosci
i czterech rzedéw po 150 mm wysokosci.
Obudowy natynkowe 4XN160 i podtyn-
kowe 4XP160 (rys. 3) wystegpuja w dwoch
szerokos$ciach okna montazowego: 21 3
(500 mm i 750 mm) oraz wysokosciach: 3,
4,5,6,7 (450, 600, 750, 900 i 1050 mm).

Kaseta KAS160 i ramka D4X

Jak juz wspomniano, obudowy podtyn-
kowe 4XP160 skfadaja si¢ z kasety KA-
S160 (rys. 4) oraz ramki z drzwiami D4X
(rys. 5). Kaseta montowana w $cianie jest
wyposazona w Sruby i otwory mocujace,
posiada réwniez ostabienia do wprowadze-
nia kabli i przewodéw zaréwno z dotu,
z tytu jak i z boku. W kasecie znajduje si¢
ramka, do ktérej mocowany jest wktad
(rys. 6). Do kasety przykrecana jest row-
niez ramka z drzwiami D4X (rys. 5). Mo-
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Rys. 2. Obudowa natynkowa 4XN160 2-4 z aparatami i maskownicami

cowanie odbywa si¢ przy pomocy Srub,
gdzie mozliwa jest regulacja w plaszczyz-
nie pionowej okoto 20 mm. Istnieje mozli-
wos¢ kilkuprocentowego odchylenia ram-
ki od ptaszczyzny plecéw, aby zniwelowaé
niedoktadnosci montazowe przy obsadza-
niu kasety.

Wnhetrze obudowy

Wewnatrz obudowy montowany jest
wktad montazowy (rys. 6) sktadajacy sie ze
wspornikow pionowych WP-A lub WP-U
(brak mozliwosci podziatu obudowy
— wersja ekonomiczna), maskownic, ptyt
montazowych PM, szyn TH-S. Ptyty i szy-
ny TH-S mocowane sg do wspornikéw
pionowych za pomoca elementéw L-PEM,
mocowanych do wspornika przy pomocy
dwoch blachowkretéw, co daje konstrukcji

bardzo duza wytrzymato$¢ mechaniczna.
Dla ufatwienia montazu szyn TH-S, ptyt
montazowych PM i pozadanej wytrzyma-
fosci na zrywanie, w elemencie L-PEM za-
stosowano nakretke wciskang MS. Ptyty
i szyny przykrecane sg zatem Srubg me-
tryczna. Wktad montazowy moze by¢ wyj-
mowany, co ufatwia sznurowanie aparatow
w warsztacie. Mozliwo$¢ wyjmowania
wktadu powoduje réwniez, ze aparaty
mozna umiesci¢ we wczesniej zamontowa-
nej obudowie dopiero po zakofczeniu
wszystkich prac budowlanych. Eliminuje
sie wowczas ryzyko zwiagzane z zanie-
czyszczeniem aparatéw pytem budowa-
nym, a co za tym idzie ryzyko ich uszko-
dzenia.

Wazna zaleta systemu jest mozliwos¢
podziatu obudéw w pionie przy pomocy

Rys. 3. Obudowa 4XP160 2-4 bez wkladu z elementem podzialowym (kaseta KAS160 2-4 i ramka

z drzwiami D4X 2-4)

elementu EPW, przez co mozna wydzieli¢
w jednej obudowie przedziat z aparatami
zabezpieczajacymi, przedzial kablowy
badz przedziat teletechniczny. Nalezy pa-
mietaé, ze wspornik typu WP-U juz takiej
mozliwosci nie daje (wersja ekonomiczna
bez mozliwosci regulacji glebokosci).
Konstrukcja wspornika pionowego WP-A
umozliwia skokowg regulacj¢ montazu
szyn nosnych, ptyt montazowych oraz ma-
skownic w pionie (25 mm) i poziomie
(8 mm lub na przemian 6 mm i 2 mm dzig-
ki dodatkowym otworom w elemencie
L-PEM). Daje to producentowi rozdzielni-
cy mozliwo$¢ wyboru optymalnych odle-
glosci pomigdzy aparatami (potrzebna np.
na ,,sznurowanie”). Umozliwia takze po-
zostawienie optymalnego miejsca na ka-
ble, przewody zasilajace oraz odptywowe.
Na wsporniku WP-A naniesiono takze do-
datkowe otwory ufatwiajace rozmieszcze-
nie szyn i ptyt nosSnych. Skok wspomnia-
nych otworéw to 150 mm oraz 75 mm.

Szyna TH-S moze by¢ réwniez zamoco-
wana na wsporniku pionowym WP-A pod
katem okoto 48 stopni w odchyleniu pio-
nowym (rys. 7). Takie potozenie szyny
moze utatwic¢ podejscie przewodami do za-
ciskow ztaczek.

Plecy obudowy

Obudowy natynkowe 4XN160 (rys. 8)
posiadajg plecy wykonane z blachy stalo-
wej ocynkowanej mocowane na blachow-
krety. Odkrecenie plecéw ma za zadanie
utatwi¢ monterom ,,sznurowanie” apara-
téw z juz wtozonym wktadem do obudo-
wy. Konstrukcja plecéow w obudowach
4XN160 umozliwia zamocowanie plecéw
od nizszej obudowy. Dzigki temu powsta-
je otwor, ktérym mozna wprowadzi¢ prze-
wody i kable do obudowy bezposrednio ze
Sciany za obudowa.

Inne cechy
Innymi zaletami systemu sg: maskowni-
ce aparatéw z wycigciami oraz ostabienia-
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Rys. 4. Kaseta montowana w $cianie KAS160

eLeKTRe 33



34 osprzet instalacyjny

obudowy rozdzielnic nn Solid GSX

33

Rys. 5. Ramka z drzwiami D4X

mi pod aparaty, otworowane ptyty monta-
zowe dedykowane do produktéw ETI,
szybki montaz maskownic, wysokiej jako-
$ci flansze wprowadzeniowe przewodow
i kabli.

W przypadku obudéw GT zaprojekto-
wano specjalne uchwyty US-GT (rys. 9)
umozliwiajace montaz wkiadéw z apara-
tura. Uchwyty US-GT przewidziane sa do
obudéw o gtebokosci od 150 do 400 mm.
Uchwyty mozna montowac zaréwno jeze-
li wewnatrz zamontowana jest ptyta mon-
tazowa, jak i bez niej. W obudowach GT
nie ma mozliwosci podziatu w pionie przy
pomocy wspornika podziatowego EPW.

W rozmiarach obudéw GT zgodnych
z normg DIN 43870 mozna zamontowac
wktady pokrywajace si¢ z typoszeregiem
obudéw 4XN160. Zaprojektowano row-
niez wewngtrzne elementy montazowe do-
stosowane do pozostatych wymiaréw obu-
déw GT.

Wewnetrzny system konstrukcyjny zo-
stal zaprojektowany w taki sposdb, aby
umozliwi¢ montaz tego samego wktadu
zarowno w obudowach GT, 4XN160,
4XP160 (rys. 10) jak i pozostatych obudo-
wach systemu Solid GSX, niebedacych
przedmiotem artykutu.

Wszystkie wymienione cechy systemu
obudéw Solid GSX sktadaja si¢ na duza
elastycznos¢ oraz funkcjonalnosé rozwia-
zania, wplywaja na skrdcenie czasu po-
trzebnego na zmontowanie rozdzielnicy,
a przez to — obnizenie kosztéw. Uniwer-
salnos¢ wktadow pod wzgledem wymiaro-
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wym, powtarzalne wymiary okien monta-
zowych w obudowach niezaleznie od stop-
nia ochrony IP i gtgbokosci sprawiaja, ze
ten sam wkfad mozna montowac do réz-

Rys. 6. Wktady montazowe z aparaturg elektryczng

nych obudéw. Wymiarowa uniwersalnos¢
wktadéw powoduje rowniez zmniejszenie
ilo$ci pozycji magazynowych.

Normy

Przy projektowaniu obudéw uwzgled-
niono i stosowano si¢ do aktualnych norma
w tym zakresie:

o PN-EN 62208: 2006 Puste obudowy do
rozdzielnic i sterownic niskonapiecio-
wych — Wymagania ogélne,

o PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony za-
pewnianej przez obudowy (Kod IP),

e PN-EN 62262: 2003 Stopnie ochrony
przed zewnetrznymi uderzeniami mecha-
nicznymi zapewnianej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod IK),

o PN-EN-50274: 2004 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapigciowe — Ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym
— Ochrona przed niezamierzonym doty-
kiem bezposrednim czesci niebezpiecz-
nych czynnych,

¢ PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapigeciowe — Czgs¢ 1:
Postanowienia og6lne,

maj 2012



osprzet instalacyjny
obudowy rozdzielnic nn Solid GSX

Rys. 9. Sposob montazu wktadéw do obudéw GT

¢ PN-EN 61439-2: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapieciowe — Czgs¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej,

¢ PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe — Czg$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu,
PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice
i sterownice niskonapieciowe — Czeg$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodow szy-
nowych,
PN-EN 60439-2: 2004/A1: 2007 Roz-
dzielnice i sterownice niskonapigciowe
— Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace prze-
wodéw szynowych,
PN-EN 60439-3: 2004 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapigciowe — CzgsS¢ 3: Wy-
magania dotyczace niskonapigciowych roz-
dzielnic i sterownic przeznaczonych do in-
stalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifiko-
wane — Rozdzielnice tablicowe,
PN-EN 60439-4: 2008 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapieciowe — CzgsS¢ 4: Wy-
magania dotyczace zestawOw przezna-
czonych do instalowania na terenach bu-
dow (ACS),
¢ PN-EN 60439-5: 2008 Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe — Czg$¢ 5:

Rys. 10. Obudowy (od lewej): 4XP160 (podtynkowa), 4XN160 (natynkowa), GT 65-55-20

Rys. 8. Przykrecane plecy obudowy 4XN160

Wymagania szczegétowe dotyczace ze-
stawéw do rozdziatu energii w sieciach
publicznych,

e PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury
rozdzielczej i sterowniczej niskonapie-
ciowej — Znormalizowany montaz na
szynach, w celu mechanicznego moco-
wania aparatury elektrycznej w instala-
cjach rozdzielczych i sterowniczych.
Zadbalno réwniez o to, aby obudowy

spetniaty wymagania dyrektywy RoHS

(ang. Restriction of Hazardous Substan-

ces). Celem wprowadzenia dyrektywy

RoHS byto zmniejszenie ilosci substancji

niebezpiecznych przenikajacych do Srodo-

wiska z odpadéw elektrycznych i elektro-
nicznych. Tres¢ dyrektywy méwi, ze no-
wy sprzet elektroniczny wprowadzany do
obrotu na terenie Unii Europejskiej i EFTA
poczawszy od 1 lipca 2006 r. (w Polsce od

27 marca 2007 r.) bedzie zawieral ograni-

czong ilo$¢ materiatéw szkodliwych: oto-

wiu, rteci, kadmu, szeSciowartosciowego
chromu, polibromowanych bifenyli (PBB)

i polibromowanych eteréw fenylowych

(PBDE). Komisja Europejska okreslita

maksymalne stgzenia tych pierwiastkow /

substancji w materiale jednorodnym.

inz. Pawel Pirog

Autor jest konstruktorem
sytemu Solid GSX
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